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KCC-KAIST, 고기능 봉지재 개발
하이브리드 소재 활용 굴절률 향상 … 생산공정 최적화로 조기 상용화

KAIST는 LED(Light Emitting Diode)를 더 밝고 오래가게 만들 수 있는 패키지용 봉지재를 개발해 KCC와

함께 생산공정 최적화를 서두르고 있다.

신소재공학과 배병수 교수팀은 기존 고굴절률의 페닐 실리콘(Phenyl Silicone) 소재 LED 봉지재가 고온에서

쉽게 노란색으로 변하는 문제점을 개선하기 위해 다량의 페닐기를 포함하는 동시에 치밀한 네트워크 분자구조

를 갖는 하이브리드 소재를 사용해 굴절률이 1.56 이상으로 높고 200도 이상의 고온에서도 변색되지 않는 봉

지재를 개발하는데 성공했다.

연구팀은 현재 실리콘 생산기업인 KCC와 함께 실제 생산공정에 적합하도록 봉지재를 최적화하고 굴절률을

더 높여 조기에 상용화할 계획이다.

배병수 교수는 “세계 주요 소재기업들이 잇따라 고성능 LED 봉지재를 출시하고 있는 시점에 봉지재 원천

기술을 개발함으로써 국내 LED산업의 발전은 물론 소재산업 위상 제고에도 기여할 것”이라며 “하이브리드 봉

지재는 일반 LED조명 뿐만 아니라 LED TV용 백라이트 광원제품 등에 널리 활용할 수 있다”고 말했다.

연구결과는 미국 화학회에서 발간하는 Chemistry of Materials 최근호에 게재됐으며 관련특허 3건이 국내외

에 출원됐다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재․재배포 금지>
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